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L'invention concerne un capteur de pression comprenant : un element sensible comprenant un substrat support ledit substrat

support comprenant une su
déformable connectee ala s
comprenant un socle; une
Intermediaire comprenant ur
boitier, ladite structure interm

superieure de la structure Ir

face superieure et une surface Iinféerieure, I'élement sensible comprenant en outre une membrane
urface superieure du substrat support; un boitier dans lequel ['element sensible est dispose, le boitier
structure intermédiaire disposee entre le socle du boitier et le substrat support, ladite structure
e base, la base comprenant une surface superieure et une surface inferieure connectee au socle du
ediaire étant configurée pour maintenir a une distance predeterminee le substrat support de la surface
termediaire; une couche d'adhesif s'etendant sur la surface supeérieure de la structure intermeédiaire

ladite couche d'adhesif etant d'epaisseur contrélee par la distance predeterminee a laguelle le substrat support est maintenu de la
surface supeérieure de la structure intermediaire. L'invention concerne egalement un procede de fabrication d'un tel capteur de

pression.
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(87) Abstract : The mvention relates to a pressure sensor including: a sensitive element including a mounting substrate, said moun -
ting substrate mcluding a top surface and a bottom surface, the sensitive element also including a deformable diaphragm that 1s
connected to the top surface of the mounting substrate; a housing, in which the sensitive element 1s placed, said housing including a
base; an intermediate structure placed between the base of the housing and the mounting substrate, said intermediate structure mnclu -
ding a base, the base including a top surface and a bottom surface that is connected to the base of the housing, said mtermediate
structure being configured such as to keep the mounting substrate at a predetermined distance from the top surface of the mterme-
diate structure; and an adhesive layer extending onto the top surface of the mntermediate structure. Said adhesive layer has a thickness
controlled by the predetermined distance at which the mounting substrate 1s kept from the top surface of the mtermediate structure.

The mvention also relates to a method for making such a pressure sensor.
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L'invention concerne un capteur de pression comprenant : un ¢lement sensible comprenant un substrat support ledit substrat sup -
port comprenant une surface superieure et une surtace miterieure, 1'élement sensible comprenant en outre une membrane detor-
mable connectée a la surface superieure du substrat support; un boitier dans lequel 1'élément sensible est dispose, le boitier com -
prenant un socle; une structure mtermediaire disposée entre le socle du boitier et le substrat support, ladite structure intermediaire
comprenant une base, la base comprenant une surface supérieure et une surface micrieure connectée au socle du boitier, ladite
structure mtermediaire €tant configurée pour maimntenir a une distance prédéterminée le substrat support de la surface supérieure
de la structure mtermédiaire; une couche d'adhésif s'eétendant sur la surface supérieure de la structure mtermédiaire ladite couche
d'adhesit étant d'épaisseur contrélée par la distance prédéterminée a laquelle le substrat support est maintenu de la surface supé-
rieure de la structure mntermédiaire. L'invention concerne ¢galement un procédé de fabrication d'un tel capteur de pression.
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Capteur de pression comprenant une structure de controle d’'une couche d’adhésif résistante

aux variations de tempeératures

DOMAINE TECHNIQUE GENERAL

L'invention concerne un capteur de pression comprenant un substrat support et une

membrane deformable disposee sur le substrat support.

ETAT DE LA TECHNIQUE

En relation avec la figure 1, un capteur de pression comprend un élément sensible 1

comprenant une membrane 10 déformable dont la déformation est représentative d’une
pression appliquée sur ce dernier. La membrane est disposée sur un substrat support 11
typiguement en matériau a base de verre. La membrane 10 supporte en outres des
élements de mesure de pression 12a, 12b, 12c.

L’élément sensible 1 est assemblé a un boitier 2 métalligue. Le substrat support est
connecté au boitier par l'intermédiaire d’'une couche d’adhésif 3 par exemple une base de
silicone présentant des propriétés de souplesse lorsque soumis a des variations de
température (en anglais, « RTV silicone glue »).

L utilisation de cette couche d’adhésif 3 participe a la précision du capteur.

En effet, la précision du capteur est sensible aux cycles thermigues et une variation
de tempeérature induit une contrainte entre I'elément sensible et le boitier (contrainte due a
une différence entre les coefficients de dilatation thermigue des deux matériaux) ; cette
contrainte est transmise par le substrat support 11 et crée un stress mecanique et donc une
déformation meécanigue de la membrane 10 déformable, déformation qui est transmise au
niveau des élements de mesure de pression, et qui génere un décalage (en anglais,
« Offset ») résiduel du signal issu de l'élément sensible, déecalage résiduel non nul et
proportionnel aux variations de température appliquées et aux stress induit par les
contraintes thermo-mécanigues.

Cette contrainte peut étre toutefois plus ou moins absorbée par la couche
d’adhésif 3.

Toutefois, si I'épaisseur de la couche d’adhésif est trop fine, la contrainte est
partiellement transférée a l'élément sensible et crée une déeformation sur cet élement
sensible, deformation qui génere, au niveau des elements de mesure de pression, un offset
residuel au niveau du signal mesuré, offset residuel non nul et proportionnel aux variations

de température appliquées et aux stress induit par les contraintes thermo-mécaniques; cet
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offset résiduel indépendant de la pression créeé une erreur de mesure appelée hystérésis de
température.
Il existe par conseguent un besoin de pouvoir contrOler I'épaisseur de la couche

d’adhesif utilisée dans I'assemblage d’'un capteur de pression du type préecite.

PRESENTATION DE L'INVENTION

L'invention propose de pallier cet inconvénient.

A cet effet, l'invention propose un capteur de pression comprenant :

un élément sensible comprenant un substrat support, ledit substrat support
comprenant une surface supérieure et une surface inférieure, I'élément sensible comprenant
en outre une membrane déformable connectée a la surface supérieure du substrat support ;

un boitier dans leguel I'élément sensible est disposé, le boitier comprenant un socle ;

une structure intermédiaire disposee entre le socle du boitier et le substrat support,
ladite structure intermédiaire comprenant une base, la base comprenant une surface
superieure et une surface inférieure connectée au socle du boitier, ladite structure
intermédiaire comprenant en outre une pluralité de cales agencées pour maintenir a une
distance prédéterminée le substrat support de la surface supérieure de la base ;

une couche d’adhésif s’‘étendant sur la surface supérieure de la base et entre les
cales, ladite couche d’adhésif étant d’épaisseur controlée par la distance prédeterminée a
laquelle le substrat support est maintenu de la surface supérieure de la base.

L'invention est avantageusement complétée par les caractéristiques suivantes, prises
seules ou en une quelconque de leur combinaison techniquement possible :

- la structure intermédiaire est en outre configurée pour définir un espace entre la
surface inférieure du substrat support et la surface supérieure de la structure
intermédiaire ;

- la structure intermédiaire est rectangulaire et comprend quatre cales, chaque cale
étant disposee dans un coin de ladite structure intermédiaire, les cales maintenant a
la distance prédéeterminée le substrat support de la surface supérieure de la
structure intermédiaire ;

- la structure intermédiaire est deformable ;

- la structure intermédiaire comprend une partie fine et une partie épaisse, ladite
partie fine supportant la couche d’adhésif ;

- la structure intermédiaire comprend en outre une butée disposée au centre de la

partie fine de ladite structure intermédiaire ;
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- la structure intermédiaire est un substrat en matériau choisi parmi le groupe
suivant : silicium, verre, quartz, pyrex™ alumine, saphir, SiC ;
- la couche d’adhésif est a base de silicone, matériau présentant des propriétés de
souplesse lorsque soumis a des variations de température ;
- la surface inférieure de la structure intermédiaire est connectée au socle du boitier
par l'intermédiaire d’une couche de liaison ;
- la couche de liaison est par exemple une couche en résine epoxy ;
- la couche d’adhésif a une épaisseur égale a la distance prédéterminée a laquelle est
maintenu I'éléement sensible de la surface supérieure de la structure intermediaire ;
- il comprend un évidement central de sorte que ledit capteur de pression est
configureé pour mesurer une pression de maniere différentielle.
L'invention concerne également un procédé de fabrication d’'un capteur de pression
selon 'une des revendications précedentes, comprenant les étapes suivantes :
fournir un élément sensible comprenant un substrat support ledit substrat support
comprenant une surface supérieure et une surface inférieure, I'élément sensible comprenant
en outre une membrane déformable connectée a la surface supérieure du substrat
support ;
fournir un boitier comprenant un socle ;
fournir une structure intermédiaire comprenant une base, la base comprenant une
surface supeérieure, ladite structure intermediaire etant configurée pour maintenir a une
distance prédéterminée le substrat support de la surface supérieure de la structure
intermédiaire ;
déposer une couche d’adhésif sur la surface supérieure de la structure intermediaire,
ladite couche d'adhésif étant d’épaisseur contrdlée par la distance prédéterminée a laguelle
le substrat support est maintenu de la surface supérieure de la structure intermédiaire ;
connecter la structure intermédiaire au substrat support ;
connecter au socle du boitier la structure intermediaire.

PRESENTATION DES FIGURES

D’autres caracteristiques, buts et avantages de l'invention ressortiront de la description qui
suit, qui est purement illustrative et non limitative, et qui doit étre lue en regard des dessins
annexes sur lesquels outre la figure 1 déja discutée :

- la figure 2 illustre un capteur de pression selon un premier mode de realisation de

I'invention ;
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- la figure 3 illustre un capteur de pression selon un second mode de realisation de
I'invention ;

- la figure 4 illustre un capteur de pression selon un troisieme mode de réalisation de
I'invention ;

- la figure 5 illustre un capteur de pression selon un quatrieme mode de realisation ;

- la figure 6 illustre une vue en perspective d'une structure intermediaire du capteur
de pression selon le premier mode de realisation de l'invention ;

- les figures 6a et 6b illustrent respectivement des vues en perspective de dessus et
de dessous d’une structure intermediaire du capteur de pression selon le second mode de
realisation de l'invention ;

- la figure 7 illustre schematiquement des étapes d'un procédeé de fabrication d’un
capteur de pression selon l'invention ;

- la figure 8 illustre de facon comparative le capteur de pression selon le troisieme
mode de réalisation de l'invention ainsi qu’un capteur de pression selon un quatrieme mode
de réalisation, respectivement dans deux états déformés.

Sur I'ensemble des figures, les éléments similaires portent des références identiques.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION

On a illustre sur la figure 2 un capteur de pression selon un premier mode de réalisation de
I'invention.

Un tel capteur comprend :

- un élément sensible 1 ;

- un boitier 2 dans leguel I'élément sensible est dispose, le boitier comprenant un
socle 21 ;

- une couche d’adhésif 3 comprenant une épaisseur e ; et

- un structure intermédiaire 4.

L’élément sensible comprend un substrat support 11 qui comprend une surface
superieure 11a et une surface inférieure 11b, I'élément sensible 1 comprenant en outre une
membrane 10 déformable connectée a la surface supérieure 11a du substrat support 11.

Le substrat support 11 peut étre en matériau a base de verre, de Silicium, quartz,
pyrex'™ saphir, alumine, SiC.

La membrane 10 deéformable est connectée au substrat support 11 par scellement
anodigue ou au moyen d’une liaison moléculaire ou atomique avec ou sans couche

intermeédiaire, ou par frittage ou par brasage.
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La membrane 10 déformable est typiguement formée a partir d’'un substrat par
exemple constitue de Silicium monocristallin comme le SOI (en anglais, « Silicon On
Insulator ») et le PSOI (en anglais, « Poly Silicon On Insulator »), de saphir comme le SOS
(en anglais, « Silicon On Saphir »), ou d'un autre matériau comme le SiCOI (en anglais,
« SiC on Insulator ») ou le SiC.

Une couche électriguement isolante 13 est en outre disposee au-dessus de la
membrane déformable 10. Une telle couche est par exemple en SiO, dans le cas d'une
membrane en SOI ou PSOI. Sur cette couche isolante 13 différents matériaux tels que des
nitrures, des oxydes, des couches métalliques, du Silicium mono et polycristallin sont
disposés de maniere a former des eléments de mesure de pression 12a, 12b, 12c (sur la
figure 2, seuls trois eléements de mesure de pression sont representeées alors que quatre
éléments de mesure de pression sont en réalité présents).

Le boitier 2 est de préférence en matériau méetallique.

La structure intermédiaire 4 comprend une base 41, la base 41 comprenant une
surface superieure 41a sur laguelle s’étend la couche d’adhésif 3 et une surface inférieure
41b connectee au socle du boitier.

Afin de contrOler I'épaisseur e de la couche d’adhésif, la structure intermeédiaire 4 est
configurée pour maintenir a une distance d predeterminee le substrat support 11 de la
surface supérieure 41a de la structure intermédiaire 4.

En particulier, la configuration de la structure intermediaire 4 permet de définir un
espace libre 40 entre la surface inférieure 11b du substrat support 11 et la surface
superieure 41a de la base 41.

C'est notamment dans cet espace 40 que la couche d’adhésif 3 est déposee.

De cette maniere, la structure intermédiaire 4 permet de disposer avec précision
I'eépaisseur e de la couche d’adhésif 3.

De maniere prefére, la structure intermédiaire 4 comprend au moins deux cales 42,
43 en contact du substrat support 11. C'est donc grace a au moins deux cales 42, 43 que la
distance d prédéeterminée entre le substrat support 11 et la surface supérieure 41a de la
structure intermédiaire 4 est obtenue ce qui permet de contrOler I'épaisseur e de la couche
d’adhésif 3 disposée entre la surface supérieure 41a de la base 41 et la surface inférieure
11b du substrat support 11.

En effet, les cales 42, 43 permet de définir |'espace libre 40 entre la surface
superieure 41a de la structure intermédiaire 4 et la surface inférieure 11b du substrat
support 11, la couche d’adhésif eétant disposee dans cet espace libre 40, entre les cales 42,
43. De plus, comme plusieurs cales sont disposées autour de la couche d’adhésif, un espace
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est egalement défini entre les cales 42, 43. Cet espace entre chaque paire de cales rend
possible un étalement de la couche d’adhésif selon un plan horizontal, c'est-a-dire
parallelement a la surface supérieure 41a, sans risque d’accumulation d’adhésif entre la
structure intermediaire 4 et la membrane 10 deformable, plus précisement entre la surface
superieure de chague cale et la surface inférieure de la membrane déformable.

Cette configuration a plusieurs cales offre un avantage certain par rapport a une
configuration a une seule cale fermée sur elle-méme. En effet, lorsqu’une couche d’adhésif
entouree par une telle cale annulaire unigue s'étale et/ou se dilate, cet adhésif n‘a d’autre
choix que de se glisser entre la surface supérieure annulaire de la cale fermée sur elle-
méme, ayant pour conséguence une variation indésirable de I'épaisseur de la couche
d’adhésif et donc l'introduction d’erreurs dans les mesures acquises par le capteur.

La couche d'adhésif 3 est de préférence a base de silicone, ou de tout produit
adhésif présentant des proprietés de souplesse lorsque soumis a des variations de
température. A titre d’exemple, une épaisseur e d’une telle couche d’adhésif supérieure a
100 um permet de minimiser l'erreur due aux cycles en température et permet d’obtenir des
hystérésis en température négligeable (<0,05% pleine echelle pour des capteurs de plages
de pressions de quelques mbars a quelques bars, et une température comprise entre -55°C
et +150°C).

La présence de la couche d’adhésif 3 participe a la précision du capteur de pression
sans autre fonction de liaison particuliere comme c’est le cas dans I'art antérieur.

On a illustré sur la figure 3 un capteur de pression selon un second mode de
realisation de l'invention.

Ce second mode de réalisation est similaire au premier mode de reéalisation mais en
differe toutefois par la structure intermédiaire 4 qui est dans ce second mode de realisation
déformable.

La couche d’adhésif se retrouve alors confinée entre deux éléments déformables : |a
membrane 10 et la structure intermédiaire 4, les deux éléments deformables étant en
contact par les cales.

La couche d’adhésif 3 peut se dilater et se contracter par effet de la température ;
elle induit un stress qui peut étre transmis a I'élément sensible 1 par lintermédiaire des
cales. Néanmoins le caractere deformable de la structure intermédiaire permet d’absorber
tout ou partie de ce stress pour gu’'il ne soit pas transmis a I'élément 1 ; ceci est important
lors de I'utilisation du capteur, et en particulier lors de son fonctionnement a différentes

températures.



CA 02928563 2016-04-22

WO 2015/059301 PCT/EP2014/072913

10

15

20

25

30

35

Selon ce mode de réalisation, la structure intermédiaire 4 comprend, outre la surface
superieure 41a et la surface inférieure 41b, une partie fine 41c et une base 41d formant
partie epaisse 41d de la structure intermédiaire 4.

La couche d’adhésif 3 repose, de préference, sur la partie fine 41c. La partie épaisse
41d est d'épaisseur supérieure a la partie fine 41c. C'est cette différence d’épaisseur qui
rend possible la déformation de la partie fine 41¢ et assure alors une fonction d’amortisseur.

On a illustré de facon comparative en figure 8 un capteur selon le deuxieme mode
de realisation (a droite), et un autre mode de réalisation sans partie fine 41c, tous deux
soumis a des déformations de type flexion bombée vers la membrane (figures du haut) et de
type flexion bombée vers le boitier (figures du bas). Grace a la partie 41c assurant une
fonction d’amortisseur, la membrane 10 déformable du capteur selon le deuxieme mode de
réalisation se déforme dans des proportions inférieures a la membrane du mode de
realisation représenté a gauche, depourvu de partie fine centrale. Ceci contribue encore a
avoir des hystérésis en tempeérature réduit et améliore donc les performances du capteur de
pression.

Afin de protéger la structure intermédiaire 4, qui est ici déformable, d'éventuelles
suppressions appliqguées sur la partie fine 41c, la structure intermédiaire 4 comprend une
butée 41e en son centre. Ainsi, en cas de surpression, la butée 41e va venir en contact avec
le socle 21 du boitier 2. La butée 41e peut étre soit formée d'une seule piece avec le reste
de la structure intermédiaire soit rapportée et alors connectée a la partie fine 41c de la
structure intermédiaire 4.

Bien entendu, dans ce second mode de réalisation, la structure intermeédiaire 4
comprend au moins une cale 42, 43 en contact du substrat support 11.

On a illustré sur la figure 4 un capteur de pression selon un troisieme mode de
realisation de l'invention.

Ce troisieme mode de réalisation est similaire au premier mode de réalisation et
comprend un plus un evidement central 50 de sorte que le capteur de pression est configuré
pour mesurer une pression de maniere différentielle (le capteur de la figure 2 précédemment
décrit permet une mesure absolue de pression). Bien entendu, comme cela est illustré sur la
figure 3, la membrane 10 déformable n’est pas traversée par |'eévidement 50.

On a illustré sur la figure 5 un capteur de pression selon un quatrieme mode de
realisation de l'invention.

Ce gquatrieme mode de réalisation est similaire au second mode de réalisation et
comprend un plus un evidement 50 central de sorte que le capteur de pression est configure

pour mesurer une pression de maniere différentielle. Sur cette figure, la butée 4e n'est pas
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visible, s’'agissant d’'une vue en coupe. On comprend toutefois que I'evidement est forme au
milieu de la butee.

De maniere avantageuse, comme cela est illustré sur les figures 6, 6a et 6b Ia
structure intermediaire 4 est rectangulaire ou encore de forme et de dimensions adaptées
pour supporter le substrat support 11. De maniere avantageuse, la structure intermédiaire 4
comprend plusieurs cales (quatre dans l'exemple) 42, 43, 44, 45 qui sont de maniéere plus
précise quatre protubérances en saillie de la structure intermédiaire 4. Chague cale est
disposée a un coin respectif de la structure intermédiaire. Dans ce mode de réalisation, un
passage est defini entre chaque paire de cales, la couche d’adhésif peut donc s'étaler et se
dilater horizontalement selon quatre sens différents, via les quatre passages laissés libre
entre chague paire de cales adjacentes.

La structure intermédiaire 4 peut étre en matériau a base de verre, de Silicium,
quartz, pyrex'" saphir, alumine, SiC.

De maniere complémentaire, la surface inférieure 41b de la structure intermédiaire 4
est connectée au socle du boitier 2 par l'intermédiaire d’'une couche de liaison 5. Cette
couche de liaison 5 est de préférence une couche en résine epoxy.

L'invention concerne egalement un procédé de fabrication d’'un capteur de pression
tel que decrit ci-dessus et en relation avec la figure 7.

Un tel procédé de fabrication comprend les étapes suivantes :

- fournir E1 I'élement sensible 1 ;

- fournir E2 le boitier 2 ;

- fournir E3 la structure intermédiaire.

Une fois les éléments principaux du capteur fournis, le procédé comprend les étapes
suivantes :

- déposer E4 la couche d'adhésif 3 sur la surface supérieure de la structure
intermédiaire 4, ladite couche d’adhésif 3 étant d’épaisseur e contrdlée par la
distance d prédéeterminée a laguelle le substrat support 11 est maintenu de la
surface supérieure de la base 41, 41d.

- connecter E5 au substrat support 11 la structure intermediaire munie de ladite
au moins une cale 42, 43, 44, 45 ;

- connecter E6 au socle 21 du boitier la structure intermediaire 4.

L'ordre des étapes du procede ci-dessus décrit n‘est pas limitatif. En particulier,

'ordre des étapes de depdt de la couche d’adhésif (étape E4), de connexion de la structure
intermédiaire 4 (étape E5) et de connexion de la structure intermédiaire au socle (étape E6)

peut étre modifié sans que cela n‘ait d'impact sur la structure finale obtenue.
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Le contrOle de I'épaisseur de la couche d’adhésif est maitrisé a I'étape E5, quand on
vient poser le substrat support 11 sur la structure intermédiaire.
Comme déja indigué plus haut, la pluralité de cales 42, 43 permet une maitrise de
'épaisseur de colle 3 et autorise un étalement de la colle. Cette maitrise de I'épaisseur et de
5 "étalement de la colle permet notamment d’éviter que de la colle s'accumule entre les cales

42, 43 et le support 11 au cours de I'assemblage des différentes pieces du capteur.
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REVENDICATIONS

1. Capteur de pression comprenant :

un elément sensible (1) comprenant un substrat support (11) ledit substrat support
(11) comprenant une surface supérieure (11a) et une surface inférieure (11b), I'élément
sensible (1) comprenant en outre une membrane (10) déformable connectée a la surface
superieure (11a) du substrat support (11) ;

un boitier (2) dans lequel I'élément sensible est disposé, le boitier comprenant un
socle (21) :

une structure intermédiaire (4) disposeée entre le socle (21) du boitier (2) et le
substrat support (11), ladite structure intermédiaire (4) comprenant une base (41, 41d), la
base (41, 41d) comprenant une surface supérieure (41a) et une surface inférieure (41b)
connectée au socle (21) du boitier, ladite structure intermédiaire (4) comprenant en outre
une pluralité de cales (42, 43, 44, 45) agencées pour maintenir a une distance (d)
predéterminée le substrat support (11) de la surface supérieure (41a) de la base (41, 41d) ;

une couche d’adhésif (3) s'étendant sur la surface supérieure de la base (41, 41d) et
entre les cales, ladite couche d’adhésif (3) étant d'épaisseur (e) contrdlée par la distance (d)
predéterminée a laquelle le substrat support (11) est maintenu de la surface supérieure de
la base (41, 41d).

2. Capteur de pression selon la revendication 1, dans lequel la structure intermédiaire est en
outre configuree pour définir un espace (40) entre la surface inférieure (11b) du substrat
support (11) et la surface supérieure (41a) de la structure intermédiaire (4)

3. Capteur de pression selon l'une des revendications precedentes, dans lequel la structure
intermédiaire (4) est rectangulaire et comprend quatre cales (42, 43, 44, 45), chaque cale

étant disposée dans un coin de ladite structure intermédiaire (4).

4, Capteur de pression selon I'une des revendications précédentes, dans lequel la structure
intermédiaire (4) est déformable.

5. Capteur de pression selon la revendication précédente, dans lequel la structure
intermédiaire (4) comprend en outre une partie fine (41c) et une partie épaisse (41d), ladite
partie fine (41c) supportant la couche d’adhésif (3).



CA 02928563 2016-04-22

WO 2015/059301 PCT/EP2014/072913

10

15

20

25

30

35

11

6. Capteur de pression selon la revendication precedente, dans lequel la structure
intermédiaire comprend en outre une butée (41e) disposée au centre de la partie fine (41¢)
de ladite structure intermédiaire (4).

7. Capteur de pression selon I'une des revendications précédentes, dans lequel la structure
intermédiaire (4) est un substrat en matériau choisi parmi le groupe suivant : silicium, verre,

quartz, pyrex™, alumine, saphir, SIC.

8. Capteur de pression selon I'une des revendications precédentes, dans lequel la couche
d'adhésif (3) est a base de silicone, matériau présentant des propriétés de souplesse

lorsque soumis a des variations de température.

9. Capteur de pression selon l'une des revendications précedentes, dans lequel la surface
inférieure (41b) de la structure intermediaire (4) est connectée au socle du boitier (2) par

'intermédiaire d’'une couche de liaison (5).

10. Capteur de pression selon la revendication précédente, dans lequel la couche de liaison

(5) est une couche en résine époxy.

11. Capteur de pression selon |'une des revendications precedentes, dans lequel I'épaisseur
de la couche d’adhésif (3) a une épaisseur (e) égale a la distance prédéterminee (d) a
laquelle est maintenu I'élément sensible (1) de la surface supérieure de la structure
intermédiaire (4).

12. Capteur de pression selon l'une des revendications précédentes, comprenant un
évidement (50) central de sorte que ledit capteur de pression est configuré pour mesurer

une pression de maniere différentielle.

13. Procéde de fabrication d'un capteur de pression selon l'une des revendications
precédentes, comprenant les étapes suivantes :

fournir (E1) un élément sensible (1) comprenant un substrat support (11) ledit
substrat support comprenant une surface supérieure (11a) et une surface inférieure (11b),
'elément sensible comprenant en outre une membrane (10) déformable connectée a la
surface supérieure (11a) du substrat support (11) ;

fournir (E2) un boitier (2) comprenant un socle (21) :
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fournir (E3) une structure intermédiaire (4) comprenant une base (41), la base (41,
41d) comprenant une surface supérieure (41a), ladite structure intermédiaire (4)
comprenant en outre une pluralité de cales (42, 43, 44, 45) agencees pour maintenir a une
distance (d) prédéterminée le substrat support (11) de la surface supérieure (41a) de la
base (41, 41d) ;

déposer (E4) une couche d’adhésif (3) sur la surface supérieure de la structure
intermédiaire (4) et entre les cales, ladite couche d'adhésif (3) étant d’épaisseur
(e) controlée par la distance (d) prédéterminée a laquelle le substrat support (11) est
maintenu de la surface supérieure (41a) de la base (41, 41d) ;

connecter (E5) la structure intermédiaire (4) au substrat support (11) ;

connecter (E6) au socle (21) du boitier la structure intermédiaire (4).
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